晶片細切/封裝風險承擔同意書


[bookmark: _GoBack]申請人因雛形晶片研究或教學之需，委請財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心進行晶片細切/封裝事宜(申請編號：Package-OOO)；申請人同意自行負擔裸晶夾取/吸取過程中之刮痕、損壞、或運送毀損等風險，及其他不可歸責於財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心之相關風險。





申請人
教授簽章：
服務單位(學校系所)： 
電話：
Email：
申請日期：
